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 前 言 
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精微焊接 PLC 控制中心软件技术规范 

1 范围 

本文件规定了精微焊接PLC控制中心软件技术规范 的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、

标志、包装、运输和贮存。 

本文件适用于精微焊接PLC控制中心软件技术规范的生产和检验。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

 

GB/T 12504 - 2008 计算机软件质量保证计划规范 

GB/T 25000.51 - 2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可

用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 

 

3 术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。 

 

精微焊接：指在微小尺寸范围内，对金属或非金属材料进行精确焊接的工艺过程。 

PLC控制中心软件：运行于PLC上，用于控制精微焊接设备运行、实现焊接工艺参数设置和调整、监

控焊接过程状态等功能的软件系统。 

焊接工艺参数：影响焊接质量和效果的各种参数，如焊接电流、电压、焊接速度、送丝速度等。 

4 技术要求 

（一）软件架构 

软件应采用模块化设计，便于功能扩展和维护。主要模块包括系统初始化模块、焊接工艺参数设置

模块、焊接过程控制模块、故障诊断与报警模块、数据存储与查询模块等。 

 

（二）编程语言 

应采用符合IEC 61131 - 3标准的PLC编程语言，如梯形图（LD）、结构化文本（ST）等，确保软件

的可读性和可移植性。 

 

（三）实时性 

软件应具备实时响应能力，能够及时处理焊接过程中的各种事件和信号，确保焊接过程的稳定性和

精度。 

 

（四）可靠性 

软件应具有高可靠性，能够在长时间连续运行过程中不出现故障或异常。应具备完善的错误处理机

制和容错能力，当出现异常情况时能够自动恢复或采取相应的保护措施。 

 

（五）安全性 
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软件应采取必要的安全措施，防止未经授权的访问和操作。应对关键数据进行加密处理，确保数据

的安全性和完整性。 

 

5 功能模块 

（一）系统初始化模块 

在系统启动时，对PLC的硬件资源、软件参数进行初始化设置，确保系统处于正常工作状态。 

 

（二）焊接工艺参数设置模块 

提供友好的人机交互界面，允许操作人员设置和调整焊接工艺参数，如焊接电流、电压、焊接速度、

送丝速度等。参数设置应具有合理的范围限制和提示功能，防止参数设置错误导致焊接质量问题。 

 

（三）焊接过程控制模块 

根据设定的焊接工艺参数，控制焊接设备的运行，实现对焊接过程的精确控制。应能够实时监测焊

接过程中的各种物理量，如电流、电压、温度等，并根据监测结果进行实时调整，确保焊接质量的稳定

性。 

 

（四）故障诊断与报警模块 

实时监测焊接设备和软件系统的运行状态，当出现故障或异常情况时，及时发出报警信号，并显示

故障信息。故障诊断应准确、快速，能够为维修人员提供有效的故障排查依据。 

 

（五）数据存储与查询模块 

能够存储焊接过程中的各种数据，如焊接工艺参数、焊接质量数据、故障信息等。支持历史数据查

询和统计分析功能，为焊接工艺优化和质量追溯提供数据支持。 

 

6 性能指标 

（一）控制精度 

焊接工艺参数的控制精度应满足设计要求，如焊接电流的控制精度应不超过±[X]%，焊接速度的控

制精度应不超过±[X]mm/s。 

 

（二）响应时间 

软件对焊接过程中的各种变化应具有快速的响应能力，响应时间应不超过[X]ms。 

 

（三）稳定性 

在连续运行[X]小时后，软件的各项性能指标应保持稳定，无明显的性能下降或故障发生。 

 

（四）数据存储容量 

数据存储容量应能够满足至少[X]天的焊接数据存储需求，并支持数据备份和恢复功能。 

 

7 测试方法 

（一）功能测试 

对软件的各个功能模块进行全面测试，验证其功能是否符合设计要求。测试方法包括手动测试、自

动化测试等。 

 

（二）性能测试 
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测试软件的控制精度、响应时间、稳定性等性能指标。通过模拟焊接过程，对软件进行长时间运行

测试，观察其性能变化情况。 

 

（三）兼容性测试 

测试软件与不同型号PLC、传感器、执行器等硬件设备的兼容性。确保软件能够在不同的硬件环境

下正常运行。 

 

（四）安全性测试 

对软件的安全措施进行测试，验证其是否能够有效防止未经授权的访问和操作。测试方法包括渗透

测试、漏洞扫描等。 

 

8 检验规则 

（一）检验分类 

检验分为出厂检验和型式检验。 

 

（二）出厂检验 

每套软件均应进行出厂检验，检验项目包括功能测试中的基本功能测试、性能测试中的部分关键指

标测试。出厂检验采用全数检验方法，检验合格后方可出厂。 

 

（三）型式检验 

有下列情况之一时，应进行型式检验： 

 

新产品定型鉴定时； 

正式生产后，如软件版本升级、硬件配置改变，可能影响软件性能时； 

正常生产时，每[X]年进行一次； 

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。 

型式检验项目包括本标准规定的全部技术要求。型式检验应从出厂检验合格的产品中随机抽取样

品，样品数量应根据检验项目的要求确定。 

（四）判定规则 

出厂检验中，若有一项或一项以上不合格，则判定该产品不合格。型式检验中，若有一项或一项以

上不合格，则判定该次型式检验不合格。 

 

9 标志、包装、运输和贮存 

（一）标志 

软件产品应标明产品名称、版本号、生产厂家、生产日期等信息。外包装箱上应标明产品名称、型

号、数量、毛重、净重、体积、防潮、防震、向上等标志，标志应符合相关标准的规定。 

 

（二）包装 

软件产品应采用防潮、防震的包装材料进行包装，以防止在运输和贮存过程中受到损坏。包装应牢

固可靠，能够承受运输过程中的振动、冲击等外力作用。 

 

（三）运输 

运输过程中应避免剧烈振动、冲击和雨淋，防止软件产品受潮、损坏。应选择合适的运输工具和运

输方式，确保软件产品在运输过程中的安全。 

 

（四）贮存 
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软件产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中，温度应控制在[X]℃ - [X]℃之间，相对

湿度应不超过[X]%。贮存期限应符合产品说明书的规定，超过贮存期限的产品应重新进行检验，合格后

方可使用。 

 


